
FJM35 2T2R1OR SDR 模块产品规格书

产品概述
FJM35 是一款高集成度异构 SDR（Software Defined Radio，软件定义无线电）处理模块，内部集

成宽带射频收发器、高性能 FPGA 以及双核 ARM SoC，可实现射频采集、数字下变频（DDC）、数字上变频

（DUC）、波束形成、调制解调、频率跳变以及高速数据处理等功能。

在 23mm × 23mm 小型化封装内实现射频、基带与控制系统的高度融合，兼顾高集成度、小型化与高实时性，适

用于复杂软件无线电系统。

FJM35 支持 30MHz～7GHz 宽频覆盖，支持 20kHz～70MHz 可调基带带宽，支持多设备同步与高速

跳频，可快速部署于：

 数据链 

 导航定位 

 便携式频谱监测设备 

 小型化雷达系统 

模块内部 FPGA 负责高速数据通路与实时数字信号处理，ARM SoC 负责系统控制、网络协议、参数配置与任务

调度，实现控制面与数据面的协同处理。

FJM35 可支持从实验验证、原型开发到工程化部署的完整应用流程，为复杂电磁环境下的实时信号采集与处理提供高集

成度解决方案。
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产品特点

   高集成度异构 SDR 架构 

   内置宽带 2T3R 射频收发器 

   集成 FPGA + ARM SoC 协同处理平台 

   支持高速频率跳变与抗干扰通信 

   支持实时数字波束形成（DBF） 

   支持多通道同步采集与处理 

   支持宽带 IQ 数据实时处理 

   支持 Linux 系统与 FPGA 二次开发 

   小型化封装结构 

   支持高速 SERDES 扩展。

主要功能指标
 通道数：2T3R；

 载波频率：30 MHz – 7GHz；

 基带可调带宽：20kHz~70MHz 宽窄带灵活配置；

 收发模式：支持 TDD 时分双工、FDD 频分双工

 ADC/DAC 位数：16 位；
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 ≤ 40000 跳/S；

 发射通道性能：

 TX ≥5dBm；

 TX ≤-60dBm；

 TX ≥60dBc；

 TX 输出功率衰减范围：0dB~36dB；

 TX 输出 OIP3≥25dBm。

 接收通道性能：

 RX 增益调节范围：30dB；

 RX 镜像抑制：≥60dBc；

 噪声系数：≤16dB；

 OIP3: 40dBm≥ 。

 集成 5 路小数分频 PLL 

 输入参考频率范围：35MHz~240MHz 

 支持多器件同步

FPGA（对标 XC7K325T）：

 逻辑资源
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 逻辑单元（Logic Cells）：326,080 个

 查找表 LUT（6 输入）：203,800 个

 触发器（Flip‑Flops）：407,600 个

 可配置逻辑块 CLB：约 25,475 个

 片上存储资源

 Block RAM（BRAM）：445 个 × 36 Kb，总容量 16,020 Kb（约 15.6 Mb）

 分布式 RAM（LUT RAM）：约 2,000 Kb

 支持 ECC 纠错（64 位宽 BRAM 可配 ECC）

 DSP 资源

 DSP Slice：840 个

 每个 DSP 含：25×18 乘法器、48 位累加器、预加法器

 峰值算力：约 2,845 GMAC/s

 高速串行收发器（GTH/GTX）

 通道数量：12 通道

 单通道速率：最高 12.5 Gb/s

MCU（对标 XC7Z020）

 集成双核 ARM Cortex-A9



FJM35 2T2R1OR SDR 模块产品规格书

 PS 外设接口

 以太网：2 路千兆以太网（GMII/RGMII），支持 IEEE 1588 PTP

 USB：2 路 USB 2.0 OTG（支持 Host/Device/OTG 模式）

 存储接口：2 路 SD/SDIO（支持 SD 3.0）

 串口：4 路 UART、2 路 SPI、2 路 I2C

 工业总线：2 路 CAN 2.0B

 可编程逻辑（PL）资源（Artix‑7）

 逻辑单元（Logic Cells）：85,000 个

 查找表 LUT（6 输入）：53,200 个

 触发器（Flip‑Flops）：106,400 个

 可配置逻辑块 CLB：约 6,650 个

 Block RAM（BRAM）：140 个 × 36 Kb，总容量 4.9 Mb

 分布式 RAM：约 560 Kb

 DSP 资源：220 个 DSP48E1 Slice，含 18×18 乘法器、48 位累加器

原理框图
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开发支持：

 Linux 
 Baremetal 

 FPGA 二次开发 

 Vivado 工程 

 PetaLinux 

 驱动开发 

 API 调用 

支持用户进行：

 自定义 FPGA 算法开发 

 自定义通信协议开发 

 实时信号处理开发 

 网络化系统集成
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封装信息

 封装形式：塑封；

 封装尺寸：23×23×2.59mm； 

 管脚形式/数量：BGA/1156；

 管脚间距：650um； 

 BGA 球径：400um；


